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辊对辊工艺除异物设备求购

发布日期: 2025-09-19 | 阅读量: 27

接触型-旋风超高精密除尘模组设备是指对产品器件的粘着的、粘连的、毛刺毛边等异物进行
接触式精密清洁。晶圆除异物设备可以分解材料表面的化学物质或有机污染物，有效去除附着的
杂质，从而使材料表面达到后续涂覆过程所需的条件。晶圆级封装是先进的芯片封装方式之一，
即整片晶圆生产完成后，直接在晶圆上面进行封装和测试，然后把整个晶圆切割开来分成单颗晶
粒；电气连接部分采用用铜凸块取代打线的方法，所以没有打线或填胶工艺晶圆级封装前处理的
目的是去除表面的无机物，还原氧化层，增加铜表面的粗糙度，提高产品的可靠性。晶圆级封装
前处理的晶圆除异物设备由于产能的需要，真空反应腔体、电极结构、气流分布、水冷装置、均
匀性等方面的设计会有明显区别。除异物设备去除元件上的有机物、氧化物、微小颗粒等，活化
提升元件表明的附着力和粘接力。辊对辊工艺除异物设备求购

平面对应型-旋风超高精密除尘模组设备目前已有应用的行业有，平面显示、功能膜片、医疗
器械、医用包装、新能源等领域，在其行业头部企业及其产业链中的使用评价良好。集成电路
或IC芯片是当今电子产品的复杂基石，现代IC芯片包括印刷在晶片上的集成电路，并且附接
到“封装”，该“封装”包含到印刷电路板的电连接，IC芯片焊接在印刷电路板上。用于IC芯片的
封装还提供远离晶片的磁头转移，并且在某些情况下，提供围绕晶片本身的引线框架。IC芯片制造
领域中，除异物设备是一种不可替代的成熟工艺，不论在芯片源离子的注入，还是晶元的镀膜等
设备所能达到的：在晶元表面去除氧化膜、有机物、去掩膜等超净化处理及表面活化提高晶元表
面浸润性。摄像头除异物设备价位除异物设备针对光刻胶去除到芯片封装工艺设计用于基板表面
处理。

作为前后道主制程工艺的辅助清洁设备单元，旋风清洁/除尘/除异物系统，以非接触式、高
效清洁、方便加装等优势，得到了晶圆厂及设备商的采用。在目前的集成电路生产中，由于晶圆
表面沾污问题，仍有50%以上的材料被损失掉。在半导体生产工艺中，几乎每道工序中都需要进行
清洁，晶圆清洁质量的好坏对器件性能有严重的影响。正是由于晶圆清洁是半导体制造工艺中比
较重要、比较频繁的步骤，而且其工艺质量将直接影响到器件的成品率、性能和可靠性，所以国
内外各大公司、研究机构等对清洁工艺的研究一直在不断地进行。除异物设备作为一种先进的技
术，具有绿色环保等特点，随着微电子行业的迅速发展，除异物设备也在半导体行业的应用越来
越多。

用户可以在新设工艺产线中加入卷对卷（薄膜、卷板)对应型-旋风超高精密除尘模组设备，
或在原有工艺设备中的必要节点加装旋风模组单元，均可达到升级改善原有洁净度、提升良率、
减少人工、增进效率的良好效果。晶圆除异物设备的主要特点：操作程序可按作业需求编写调整，
设备运行流程、清洗时间及各项参数可自行编制；设备运行状态及参数在线实时监控，自动门配
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有安全光栅，保证操作安全；采用真空吸附式清洗盘，晶元夹具的取放更安全、方便；摆臂式清
洗，处理范围可编制，适用范围广、无清洗盲区、无二次污染，清洗效果更佳；设备清洗室全密
封，且配有自动挡水圈，有效防止二次污染；配备独特的静电消除装置，辅助清洗达到较佳效果，
可选择使用氮气；高速离心设计，转速可调节100-2000R/Min；整机镜面不锈钢机身，能耐酸碱，
对工作环境无污染，镜面机壳易于保养。除异物设备有利于保证产品质量，而且不使用酸、碱、
有机溶剂，越来越受到人们的重视。

旋风超精密除尘、除异物设备替代以往的风刀、真空、超声、离子等除尘方式的效果不足。
芯片与封装基板之间的键合往往是两种性质不同的材料，这种材料的表面通常是疏水性和惰性的，
其表面粘结性能较差，粘结过程中容易出现界面。空洞的产生给封装芯片带来了很大的安全隐患。
对芯片和封装基板表面进行除异物处理，可以有效地提高表面活性，提高表面粘接环氧树脂的流
动性。提高芯片与封装基板的粘接润湿性，减少芯片与基板之间的分层，提高导热系数，提高IC
封装的可靠性和稳定性，提高产品的使用寿命。在倒装芯片封装方面，对芯片和封装载体进行除
异物处理，不仅可以得到超清洁的焊接表面，而且提高了焊接表面的活性，可以有效防止虚焊，
减少空洞，提高焊接可靠性，同时可以增加边缘高度和填料的公差，提高包装的机械强度，降低
因不同材料热膨胀系数在界面间形成的内部剪切力，提高产品的可靠性和使用寿命。晶圆除异物
设备是用于典型的后道封装前的晶圆加工的理想设备。摄像头除异物设备价位

除异物设备是一种不可替代的成熟工艺，不论在芯片源离子的注入，还是晶元的镀膜等设备
所能达到的。辊对辊工艺除异物设备求购

卷对卷（薄膜、卷板)对应型-旋风超高精密除尘模组设备目前已应用的行业有，新能源材料、光
学薄膜、复合功能膜、MLCC器件制造、新型钢板、特殊纸张等领域。PCB电路板生产的过程中会产
生大量的粉尘，影响产品品质。在线路板生产工艺中，线路板在裁切、钻孔、锣边的加工过程中，
都会产生颗粒性金属碎屑和由于机械传动所产生的粉尘，如果不及时去除，会直接影响加工以及
加工出来的产品良率，导致废板的产生。随着孔径的缩小，一些细小杂物，如磨刷碎屑等一旦残
留在小孔里面，将使化学沉铜、电镀铜失去作用，出现孔无铜，成为PCB板品质的致命原因。因
此，除异物设备的性能对于提升产品良率至关重要。辊对辊工艺除异物设备求购

上海拢正半导体科技有限公司是一家有着先进的发展理念，先进的管理经验，在发展过程中
不断完善自己，要求自己，不断创新，时刻准备着迎接更多挑战的活力公司，在上海市等地区的
机械及行业设备中汇聚了大量的人脉以及**，在业界也收获了很多良好的评价，这些都源自于自
身不努力和大家共同进步的结果，这些评价对我们而言是比较好的前进动力，也促使我们在以后
的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神，努力把公司发展战略推向一个新高度，在全
体员工共同努力之下，全力拼搏将共同上海拢正半导体科技供应和您一起携手走向更好的未来，
创造更有价值的产品，我们将以更好的状态，更认真的态度，更饱满的精力去创造，去拼搏，去
努力，让我们一起更好更快的成长！


